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1. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. ISI (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich urn 

^IS&S^S^^£^^ undtoder Zeichnungen. die geandert wurden und diesem Bericht 
ToTundfe die ^gestlmmt hat (siehe Rege. 

D Eton* naoS 5S22£ 2?Sa2! de " F ^ d Nn 1 ' Punkt 4 und im Z^atzfeld angegebenen 

. * uffas ?" n 9 der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarunasaehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinaulgeht 9 9 

D^LZSlT^nl^s 8 B ° r °9 es ? n <*)>> insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles elektronischen 
?M,?r 9 V an 9ft>en) der/die em Sequenzprotokoll und/bder die dazugehoriqen Tabellen enthaibfenthalten 

SSZvSS^^ [m ZUSatZf6,d daS ^en^^iSK (sle^ 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Kl Feld Nr. I 

□ FeldNr.il 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
El Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
PrioritSt 

AnSlndbS 6lneS Gutachtens Qber Neuheit > erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststeilung nach Arike! 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen 2 - iSSnSlSr F!ffillun 0 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunghch eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 " 16 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1 a eingegangen am 1 1 .08.2005 mit Schreiben vom 05.08.2005 

Anspruche, Nr. 

1 " 1 4 eingegangen am 1 1 .08.2005 mit Schreiben vom 05.08.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/! *~ 4/4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undfoder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
oequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 " ?.< °v e f e J Be A ri( L ht ist ohne Ber fJcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
fR U egS S 70 2 c)[ eh ° rde ° ber den ° ffe nbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
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n BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT7DE2004/0021 99 



f r : v Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Festetelfung 9 ewerb,ichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dfeser 



Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 

Nein: 
Ja: 

Nein: 
Ja: 



1-14 



Anspruche 
Anspruche 
Anspruche 1 

Anspruche 
Anspruche: 1-14 



Nein: Anspruche: 



14 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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B^RICHT^UR^M^EN^ERBARKEIT — M— 
(BEIBLATT) PCT/DE2004/002199 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: EP-A-533137 

2.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterchips und zur Umhullung mit einer 
Kunststoffmasse (2) vorgesehenen Flachleiterrahmens (1) mit den folgenden 
Schritten: Bereitstellen eines Flachleiterrahmens, Aufbringen einer Zwischenschicht 
(11,12) mit mehreren Lagen und Anatzen der Oberflache der Zwischenschicht 
(siehe Figur 1-3, 6; Seite 3, Zeile 45 - Seite 4, Zeile 53) 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Dokument D1 dadurch, daB die Zwischenschicht aus Silber, einer Silberlegierung, 
einer Silberverbindung und Nickel besteht. 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, die Haftung zwischen Kunststoff und Metall zu verbessem. 

2.3 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

die Zwischenschicht besteht aus Silber, einer Silberlegierung, einer Silberverbindung 
und Nickel. 

2.4 Die Anspruche 2-7 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR P ATENTI ER B ARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/DE2004/002199 

Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

3.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 8 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein Verfahren mit den Schritten Aufsetzen eines Halbleiterchips (4), Aufbringen einer 
Kunststoffmasse (2) als umhullendes Gehause. (siehe Seite 5, Zeile 40 - 44; Figur 6) 

Der Gegenstand des Anspruchs 8 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Dokument D1 dadurch, daB ein Flachleiterrahmen wie unter Punkt 2 beschrieben 
hergestellt wird. 

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT) und beruht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

4.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 9 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

einen Flachleiterrahmen (1), der einen metallischen Grundkorper (13) enthalt, eine 
Zwischenschicht (12,1 1) in mehreren Lagen. Die Zwischenschicht weist eine 
Oberflache mit einer Matrix aus Inseln (12) von Liicken (15) umgeben auf. (siehe 
Figur 3) 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Dokument D1 dadurch, daB die Zwischenschicht aus Silber, einer Silberlegierung, 
einer Silberverbindung und Nickel besteht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

4.2 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daB die Haftung zwischen Kunststoff und Metall zu verbessem. 



4.3 Die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
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Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

die Zwischenschicht besteht aus Silber, einer Silberlegierung, einer Silberverbindung 
und Nickel. 



4.4 Die Anspruche 1 0-1 3 sind vom Anspruch 9 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

5.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 

Gegenstand des Anspruchs 14 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein Halbleiterbauteil mit einem Flachleiter, mit einem Halbleiterchip (4) und einer 
Umhullung aus Kunststoffmasse (2). (siehe Figur 6) 

Der Gegenstand des Anspruchs 14 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Dokument D1 dadurch, daG ein Flachleiterrahmen wie unter Punkt 4 beschrieben 
hergestellt wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 14 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT) und beruht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

6. Die Anspruche 1-14 erfullen die Anforderungen des Artikels 33(4) PCT, weil sie 
gewerblich anwendbar sind. 
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AZ: FIN 527 PCT 

j 
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Die EP 0 533 137 A2 zeigt einen Flachleiterrahmen, der au 5 
zwei Schichten besteht. Die dem Chip abgewandte Schicht wurde 
mit Offnungen versehen. Bei einem folgenden At zvorgang entste- 
hen in der dem Chip zugewandten Schicht Hohlraume, deren 
Durchmesser grofier als der Durchmesser der Offnungen ist; urn 
dies zu erreichen, hat die dem Chip abgewandte Schicht ein Ma- 
terial geringerer Atzrate als die andere Schicht. Die Flach- 
leiterrahmen mussen also speziell hergestellt werden; herJcomm- 
liche Flachleiterrahmen sind nicht brauchbar. 
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Neue Patentansprtiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines zur Bestiickung mit einem 
Halbleiterchip (2) und zur Umhtillung mit einer Kunst- 
stoffmasse (4) vorgesehenen Flachleiterrahmens, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

- Bereitstellen eines Flachleiterrahmens, 

- Aufbringen einer durch ein Atzmittel angreifbaren Zwi- 
schenschicht (5) aus Silber, einer Silberlegierung 
und/oder einer Silberverbindung und/oder Nickel , welche 
eine oder mehrere Lagen aufweist, auf den Flachleiter- 
rahmen, 

- teilweises oder vollstandiges Anatzen der Oberflache 
(6) der Zwischenschicht (5) mit dem Atzmittel. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , daft 

die Zwischenschicht (5) mitt els chemischer oder galvani- 
scher Verfahren abgeschieden wird* 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafc 

die Zwischenschicht (5) als grobe Abscheidung aufgebracht 
wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali 

die Zwischenschicht (5) als eine oder mehrere Lagen mit 
jeweils einheitlicher Zusammenset zung aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
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das Anatzen als Korngrenzenatzen an der Oberflache (6) 
der Zwischenschicht (5) und/oder durch selektives Heraus- 
atzen zumindest eines der Legierungsbestandteile oder 
Verbindungskomponenten des Silbers an der Oberflache (6) 
der Zwischenschicht (5) erfolgt. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

sowohl das Aufbringen der Zwischenschicht (5) als auch 
die Atzung ganzflSchig, bzw. auf der gesamten Oberflache 
des Flachleiterrahmens ausgefuhrt wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

sowohl das Aufbringen der Zwischenschicht als auch die 
Atzung selektiv an bestimmten Stellen der Oberflache des 
Flachleiterrahmens ausgefuhrt wird. 

Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauteils (1), 
das die folgenden Schritte aufweist: 

- Bereitstellen eines Flachleiterrahmens, hergestellt 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

- Aufsetzen eines Halbleiterchips (2) auf den Flachlei- 
terrahmen, 

- Aufbringen einer Kunststoff masse (4) als umhullendes 
Gehause auf Flachleiterrahmen und Halbleiterchip (2) . 

Flachleiterrahmen, der zur BestQckung mit einem Halblei- 
terchip (2) und zur Umhiillung mit einer Kunststof fmasse 
(4) vorgesehen ist, wobei der Flachleiterrahmen die fol- 
genden Merkmale aufweist: 
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- einen metallischen einstiickigen Grundkorper (3) eines 
Flachleiterrahmens , 

- wenigstens eine auf dem Grundkorper (3) aufgebrachte 
Zwischenschicht (5) aus Silber, einer Silberlegierung 
und/oder einer Silberverbindung und/oder Nickel-, welche 
eine oder mehrere Lagen aufweisen kann, 

wobei die Zwischenschicht (5) eine Oberflache (6) mit ei- 
ner Matrix aus Inseln (14) zuruckbleibenden Materials von 
im wesentlichen einheitlicher Hohe und sich dazwischen 
erstreckender Lucken (10) aufweist. 

Flachleiterrahmen nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet , daft 

die Oberflache (6) der Zwischenschicht (5) typischerweise 
einen Mittenrauwert Ra zwischen ca. 0,1 jam und ca. 0,9 
jam, vorzugsweise zwischen ca. 0,1 Jim und ca. 0,5 jam auf- 
weist . 

Flachleiterrahmen nach einem der Ansprtiche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die verbleibenden Inseln (14) an der Oberflache (6) der 
Zwischenschicht (5) typischerweise einen mittleren Durch- 
messer von ca. 0 r 5 nm aufweisen. 

Flachleiterrahmen nach einem der Ansprtiche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Lticken (10) an der Oberflache (6) der Zwischenschicht 
(5) typischerweise eine mittlere Breite von ca. 2 jam auf- 
weisen. 

Flachleiterrahmen nach einem der Anspruche 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
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die Oberflache (6) cler Zwischenschicht (5) typischerweise 
ein Verhaltnis der Flachen von Inseln (14) zu Liicken (10) 
im Bereich von ca. 2 : 1 bis ca. 1 : 2 aufweist. 



5 14. Halbleiterbauteil mit einem Flachleiter (3) nach einem 

der Ansprtiche 9 bis 13 , mit einem Halbleiterchip (2) und 
mit einer Umhtallung aus Kunststof fmasse (4) . 
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